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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成22年4月8日(2010.4.8)

【公表番号】特表2009-527632(P2009-527632A)
【公表日】平成21年7月30日(2009.7.30)
【年通号数】公開・登録公報2009-030
【出願番号】特願2008-556459(P2008-556459)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｊ 163/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  59/30     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 161/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 121/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/04     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 109/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 139/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 167/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ 163/02    　　　　
   Ｃ０８Ｇ  59/30    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 161/06    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 121/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ  11/04    　　　　
   Ｃ０９Ｊ  11/06    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 109/02    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 139/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 167/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月19日(2010.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リンを含有しハロゲンを含まないエポキシ樹脂組成物部分と、
　ハロゲンを含まない樹脂部分と、
　触媒部分と、
　エラストマー部分と、
　フィラー部分と
を含む、接着剤として使用される、リンを含有しハロゲンを含まないエポキシ樹脂組成物
の一種であって、
　前記ハロゲンを含まないリン・エポキシ樹脂が次式（Ｉ）
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【化１】

　（式中、Ａは、
【化２】

または水素、またはハロゲンを含まないアルキル基、もしくはアルコキシ基であり、Ｒは
、水素、ハロゲンを含まない置換されたアルキル基もしくはアルコキシ基である）
に示されるような構造を有することを特徴とする組成物。
【請求項２】
　ハロゲンを含まないリン・エポキシ樹脂と、ハロゲンを含まない樹脂と、硬化剤と、触
媒と、エラストマーと、フィラーとを含む本発明のハロゲンを含まないリン・エポキシ樹
脂組成物であって、前記リン・エポキシ樹脂が次式（Ｉ）：
【化３】

　（式中、Ａは、
【化４】

または水素、または非置換もしくはハロゲンを含まないアルキル基もしくはアルコキシ基
であり、Ｒは、水素、非置換もしくはハロゲンを含まない置換されたヒドロキシル、アル
キル基もしくはアルコキシ基である）
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に示される構造を有し、本発明のハロゲンを含まない組成物がポリアミドフィルム上にコ
ートされ、そして積層および熱プレスによって高温で銅箔と捲縮させられた後、次の特性
：難燃性がＵＬ９４ＶＴＭ－０標準に達し、９０°剥離強度が０．６ｋｇ／ｃｍより大き
く（ＩＰＣ　ＴＭ６５０基準）、ＭＩＴが８００回より多く（ＪＩＳ　Ｃ６４７１　Ｒ＝
０．３８）、耐高温性（２６０℃、１０秒でのはんだフロート；ＩＰＣ　ＴＭ６５０）、
耐高温性および防湿（８５％ＲＨ／８５　２４時間での９０°剥離強度が０．６ｋｇ／ｃ
ｍより大きい）であり、そして樹脂フロー特性が２５０μｍより小さい、を備えているこ
とを特徴とする組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　本発明の現在好ましい実施形態が示され、説明されてきたが、本開示は例示の目的のた
めであること、かつ、様々な変更および修正が添付の特許請求の範囲に記載されるような
本発明の範囲から逸脱することなく行われるかもしれないことは理解されるべきである。
本発明は以下の実施の態様を含むものである。
１．
　リンを含有しハロゲンを含まないエポキシ樹脂組成物部分と、
　ハロゲンを含まない樹脂部分と、
　触媒部分と、
　エラストマー部分と、
　フィラー部分と
を含む、接着剤として使用される、リンを含有しハロゲンを含まないエポキシ樹脂組成物
の一種であって、
　前記ハロゲンを含まないリン・エポキシ樹脂が次式（Ｉ）
【化５】

　（式中、Ａは、
【化６】

または水素、またはハロゲンを含まないアルキル基、もしくはアルコキシ基であり、Ｒは
、水素、ハロゲンを含まない置換されたアルキル基もしくはアルコキシ基である）
に示されるような構造を有することを特徴とする組成物。
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２．
　５～５０重量％部のリンを含有しハロゲンを含まないエポキシ樹脂と、
　５～５０重量％部のハロゲンを含まない樹脂と、
　５～２０重量％部の硬化剤と、
　０．１～１重量％部の触媒と、
　１０～５０重量％部のエラストマーと、
　５重量％部以上のフィラーと
を含む（付した好ましい比の追加を考慮する）ことを特徴とする前記１に記載の組成物。
３．
　前記ハロゲンを含まない樹脂が、ハロゲンを含まないエポキシ樹脂またはハロゲンを含
まないフェノール・ホルムアルデヒド樹脂であることを特徴とする前記１に記載の組成物
。
４．
　前記硬化剤がジアミノジフェニルスルホン（ＤＤＳ）、ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ）
、アジピン酸ジヒドラジド（ＡＤＨ）、およびフェノール－アルデヒド樹脂またはそれら
の混合物を含むことを特徴とする前記１に記載の組成物。
５．
　前記エラストマーがカルボキシ末端ブタジエン・アクリロニトリル（ＣＴＢＮ）、アミ
ン末端ブタジエン・アクリロニトリル（ＡＴＢＮ）、ポリアミン、ポリエチレンテレフタ
レートまたはそれらの混合物を含むことを特徴とする前記１に記載の組成物。
６．
　前記触媒が２－メチルイミダゾール（２ＭＩ）、２－エチル－４－メチルイミダゾール
（２Ｅ４ＭＩ）、トリフェニルホスフェート（ＴＰＰ）、またはそれらの混合物を含むこ
とを特徴とする前記１に記載の組成物。
７．
　前記フィラーが、ハロゲンを含まない難燃剤、無機粉末、またはそれらの混合物を含む
ことを特徴とする前記１に記載の組成物。
８．
　前記ハロゲンを含まない難燃剤がアンモニウムポリホスフェート（ＡＰＰ）、メラミン
ポリホスフェート（ＭＰＰ）、メラミンシアヌレート（ＭＣ）、メラミンピロホスフェー
トまたはそれらの混合物を含むことを特徴とする前記７に記載の組成物。
９．
　前記無機粉末が水酸化マグネシウム、シリカ、水酸化ケイ酸マグネシウム、窒化ホウ素
（ＢＮ）、またはそれらの混合物を含むことを特徴とする前記１に記載の組成物。
１０．
　プリント回路基板用の接着剤として使用されることを特徴とする前記１に記載の組成物
。
１１．
　前記プリント回路基板が可撓性プリント回路基板であることを特徴とする前記１０に記
載の組成物。
１２．
　ハロゲンを含まないリン・エポキシ樹脂と、ハロゲンを含まない樹脂と、硬化剤と、触
媒と、エラストマーと、フィラーとを含む本発明のハロゲンを含まないリン・エポキシ樹
脂組成物であって、前記リン・エポキシ樹脂が次式（Ｉ）：
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【化７】

　（式中、Ａは、
【化８】

または水素、または非置換もしくはハロゲンを含まないアルキル基もしくはアルコキシ基
であり、Ｒは、水素、非置換もしくはハロゲンを含まない置換されたヒドロキシル、アル
キル基もしくはアルコキシ基である）
に示される構造を有し、本発明のハロゲンを含まない組成物がポリアミドフィルム上にコ
ートされ、そして積層および熱プレスによって高温で銅箔と捲縮させられた後、次の特性
：難燃性がＵＬ９４ＶＴＭ－０標準に達し、９０°剥離強度が０．６ｋｇ／ｃｍより大き
く（ＩＰＣ　ＴＭ６５０基準）、ＭＩＴが８００回より多く（ＪＩＳ　Ｃ６４７１　Ｒ＝
０．３８）、耐高温性（２６０℃、１０秒でのはんだフロート；ＩＰＣ　ＴＭ６５０）、
耐高温性および防湿（８５％ＲＨ／８５　２４時間での９０°剥離強度が０．６ｋｇ／ｃ
ｍより大きい）であり、そして樹脂フロー特性が２５０μｍより小さい、を備えているこ
とを特徴とする組成物。
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